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摘要(译)

提供一种微型LED显示面板，一种用于制造微型LED显示面板的方法和
一种显示装置。当转移LED芯片阵列时，可能仅需要将LED芯片阵列嵌
入粘合剂膜层中。 LED芯片阵列通过粘合膜层粘合到阵列基板。然后，
去除不需要的粘合剂膜层部分和不需要的LED芯片。没有必要通过焊接
将LED芯片阵列中的LED芯片一个接一个地附着到基板上，在这种情况
下，制造微LED显示面板的过程被简化，制造微LED显示面板的难度降
低，避免了焊接过程中产生的高温对LED芯片的影响，避免了在转移过
程中对LED芯片的损坏。
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